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Die RHe Microsystems GmbH leitet damit die 
nächste Etappe in der Firmengeschichte ein. Bisher 
war die erfolgreiche Entwicklung von RHe durch 
profitables Wachstum von 10 - 20 % pro Jahr ge-
kennzeichnet. Die Bausteine für dieses Wachstum 
waren die Kompetenz der Mitarbeiter und ein lang-
fristiges Investitionsprogramm, das in den letzten 
Jahren überwiegend mit Eigenmitteln realisiert 
wurde. Heute agiert RHe mit modernsten Ferti-
gungstechnologien der Mikroelektronik und einer 
Eigenkapitalrate von 50 % erfolgreich am Markt 
und ist ein bedeutender Hersteller von Modulen 
der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Im 
Fokus von RHe stehen die Marktsegmente Luft- und 
Raumfahrt sowie Telekommunikation und hier vor-
rangig die Produkte mit höchstem Technologie- und 
Qualitätslevel bei kleinen bis mittleren Stückzah-
len.

Cicor Technologies/Cicor Management AG
Mit einer Integration in die Schweizer Cicor-Gruppe 
kann RHe den Forderungen der Kunden nach 
Realisierung großer Projekte in Zukunft noch besser 

gerecht werden. Die Cicor Technologies baut zur-
zeit die neue Division Microelectronics neben den 
bestehenden Divisionen PCB und EMS auf.
RHe ist neben der Reinhardt Microtech AG, Wangs, 
Schweiz, und Reinhardt Microtech GmbH, Ulm, 
der zweite Baustein in dieser neuen Division. Die 
Reinhardt Microtech ist heute europäische Markt-
führerin in der Dünnschichttechnologie und bietet 
selbst im hochvolumigen Stückzahlbereich exzel-
lente technologische Fähigkeiten in Produktion und 
Service.
Die PCB-Division mit der Cicorel SA und der Photo-
chemie AG aus der Schweiz beschäftigt sich mit 
der Herstellung von Leiterplatten und HDI-Schal-
tungen – starr, starr/flex und flexibel – sowohl als 
Prototypen und kurzfristige Kleinaserien als auch in 
Großserien. Die EMS-Division führt das komplette 
Outsourcing (Engineering and Manufacturing Ser-
vices) für elektronische Module, Baugruppen und 
komplette elektronische Produkte aus.
RHe tritt auch weiterhin als selbstständige Firma 
mit unverändertem Führungsteam auf, kann aber 
alle Vorteile der größeren Organisation nutzen. 
Unter dem Dach der Cicor Technologies und ge-
meinsam mit Reinhardt Microtech wird für die neue 
Division Microelectronic von einem überproportio-
nalem Wachstum ausgegangen.
Für die Cicor Technologies wiederum bildet RHe 
das Eintrittstor in das in Europa führende Mikro-
elektronikcluster Silicon Saxony.

Historie der RHe Microsystems GmbH

Das Unternehmen entstand aus dem ehemaligen 
Robotron Elektronik Radeberg, das bereits mit dem 

Kundenspezifische Mikrosysteme, 
Elektronikmodule und Hybride aus Sachsen
RHe Microsystems GmbH geht mit Cicor Technologies strategische Allianz ein

Die Mikroelektronik und deren Schnittstellen zur Mikromechanik und Optik bilden die Basis für die 
Fertigungstechnologien der RHe Microsystems GmbH. Durch ausgeprägte Kundenorientierung verfügt 
RHe Microsystems über langjährige Erfahrungswerte in der Umsetzung innovativer Lösungsansätze von 
der Technologieentwicklung bis zur Fertigung geprüfter Module und marktreifer Produkte der Mikrosys-
temtechnik. Eine am 3. April 2007 vertraglich vereinbarte Integration in die Schweizer Industriegruppe 
Cicor Technologies eröffnet Chancen, den bisher erfolgreichen Weg fortzusetzen und den Standort Rade-
berg, Sachsen, weiter auszubauen. 

Firmengebäude von RHe
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Bereich Richtfunktechnik jahrzehntelang Erfahrung 
in der Branche gesammelt hatte.
1991 wurde die Radeberger Hybridelektronik 
GmbH mit 23 Mitarbeitern und 50 TDM Stamm-
kapital gegründet. Dietrich Zahn war bereits seit 
1974 Mitarbeiter im Radeberger Betrieb und ist 
seit Januar 1996 Geschäftsführer der Firma. Neue 
Investitionen in Maschinen und Anlagen, Umbau 
und Modernisierung von Gebäude und Klimaanlage 
wurden notwendig. Kontinuierlich ging es bergauf. 
Die Aktivitäten lagen vorzugsweise im Luft- und 
Raumfahrtbereich. Dazu kamen Baugruppen für den 
Kernkraftwerkssicherheitsbereich. Ein Meilenstein 
war 1999 das Investitionsprogramm Schichttech-
nik/Montage. Ein bedeutender Teil des Umsatzes 
wurde nunmehr auch mit Baugruppen für optische 
Übertragungsnetze gemacht. Zum zehnjährigen 
Betriebsjubiläum konnte die Erweiterung der Pro-
duktionsfläche abgeschlossen werden. Gestärkt 
wurden nun die Bereiche Automobil, Luft- und 
Raumfahrt.
2003 erfolgte die Zertifizierung nach der internatio-
nalen Automobilnorm ISO TS 16949:2002. 
Zunehmend musste der Schwerpunkt in Richtung 
Mikrosystemtechnik gelegt werden. Mit der Umfir-
mierung zur RHe Microsystems GmbH wurde man 
dieser Entwicklung ab 2004 gerecht. Auf Grund 
der gewachsenen Anforderungen erfolgte nun eine 
Modernisierung der Reinräume im Bereich Nass-
chemie, die Anschaffung neuer Fräs- und Bohrplot-
technik sowie von Durchkontaktierungseinrichtun-
gen. 
Im Jahr 2006 konnte auch die ESA-Linienqualifi-
kation ESA PSS-01-606 erfolgreich abgeschlossen 
werden.

Die Fertigung der RHe Microsystems GmbH
Die Mikroelektronik und deren Schnittstellen zur 
Mikromechanik und Optik bilden die Basis für die 
Fertigungstechnologien der RHe Microsystems. 
Der Systemansatz Mikrosystemtechnik reicht vom 
Entwurf über die Technologieentwicklung bis zur 
Fertigung geprüfter Module. Basierend auf den 
Kundenforderungen werden die Möglichkeiten der 
Technologie bis zur Grenze ausgereizt. Das Feld 
der verfügbaren Technologien ist auf der Grundlage 
jahrzehntelanger Erfahrungen sehr weit. Es reicht 

Drahtbondtechnik

Im Schablonen- und Siebdruckbereich

Die Bestückung optischer Bauteile erfolgt im Reinraum 
Klasse 100

Vakuum- und Dünnschichttechnik
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von üblicher Dickschicht-Hybridtechnik auf Kera-
mik- oder LTCC-Substraten über die Dünnschicht-
technik bis zur Verarbeitung von Polymersubstraten 
in HDI-Verarbeitung, moderne Montageverfahren, 
Screening- und Testmethoden.
Spezialtechnologien sind zusätzlich die Keramik-
bearbeitung und das Wafersägen, das auch als 
Dienstleistung ausgeführt wird.

Einige Highlights sind:

• Kundenspezifische Hybridschaltkreise als BGA-
Komponente bis zum 3D-BGA

• HF-Baugruppen mit Stirnseitenkontaktierung zur 
SMT-Montage auf einer Mutterplatine

• Baugruppenkombinationen aus Keramik-, FR4- 
und Flexboards 

• Wärmeabfuhr über angepasste Wärmesenken 
(CuW, CuMo, AlSiC, Hivol™)

• Hermetisierung von Teilbereichen auf der Kera-
mik

Zu RHe kommen die Kunden mit ihren Ideen zum 
Elektronikdesign. RHe übernimmt die Gestaltung 
der kundenspezifischen Konstruktion und entwi-
ckelt auf Grundlage ihres langjährigen Technologie-
Know-hows die zweckmäßige Technologie, verwen-
det optimale Materialien bzw. Bauteile und liefert 
die erforderlichen Modulstückzahlen aus. RHe sieht 
sich damit als Technologiedienstleister.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Tech-
nologien ist ein Erfordernis der Mikrosystem-
technik und damit eine der Grundprämissen des 
Unternehmens. RHe schöpft dabei nicht nur aus 
eigener Erfahrung, sondern nutzt dazu die territo-
rialen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Dresden, insbesondere den 
Instituten für Aufbau- und Verbindungstechnik sowie 
Halbleiter- und Mikrosystemtechnik, den Instituten 
der Fraunhofergesellschaft (z.B. FEP, IZFP, IKTS, 
IPMS, IWS) und den Erfahrungsaustausch sächsi-
scher Technologen z.B. im Sächsischen Arbeitskreis 
Elektronik-Technologie, im LRT-Kompetenzzentrum 
für Luft- und Raumfahrt Sachsen/Thüringen e.V. und 
im Bundesverband der Deutschen Luft- und Raum-
fahrtindustrie e.V. Dazu gehört unbedingt auch die 
Mitarbeit in den beispielgebenden territorialen und 
nationalen Vereinigungen und Netzwerken. Bei-
spielsweise ist RHe Gründungsmitglied des größten 

Blick in den Gelbraum (Staubklasse 1.000)

Feingalvanik unter Reinraumbedingungen

Angelika Voigt bei der optischen Inspektion

Mitarbeiter Dietmar Ebert und Geschäftsführer Dietrich 
Zahn am Klima-Test-Messplatz
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denen Verbundprojekten zusammen. Als Beispiel 
ist das aktuelle Projekt Akustische Tomographie-
systeme-AkuTomo zu nennen, das Lösungen zum 
Monitoring luftfahrttypischer Strukturen sucht. So 
werden Baugruppen zur Überwachung spezifischer 
Leichtbaustrukturen mit akustischen Plattenwellen 
entwickelt. RHe und IZFP entwerfen dazu zurzeit 
hochintegrierte Baugruppen, die Sensoren und 
Elektronik zur Signalauswertung enthalten werden.
Das Bild zeigt ein Modul der Auswertelektronik der 
bisherigen Lösung. Im aktuellen Projekt soll bei 
deutlicher Verbesserung der Zuverlässigkeit, gleich-
zeitig der Integrationsgrad weiter erhöht werden.

Technologien der Mikrosystemtechnik 
für das LHCb-Experiment 
am Teilchenbeschleuniger der CERN

In der europäischen Kernforschungsanlage (CERN) 
wird für ein Experiment im 27 km langen Teilchen-

Industrieverbandes der Mikroelektronik Deutsch-
lands Silicon Saxony e.V. und ist im sächsischen 
Netzwerk Sensorik tätig.

Beispiel für Anwendungen
RHe arbeitet an verschiedenen öffentlich geför-
derten Projekten mit. In diesem Zusammenhang 
entstanden interessante Lösungen, die die Leis-
tungsfähigkeit von RHe demonstrieren und die im 
Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.

Anwendungen in der 
Multimedia Satelliten Kommunikation

Im Rahmen der Verbundprojekte Keramische Mikro-
wellenschaltkreise für die Satellitenkommunikation 
– KERAMIS II liefert RHe Beiträge in der Aufbau- 
und Verbindungstechnik. Erstmals werden in Ra-
deberg zwei komplette Experimente gebaut, deren 
Integration und Mitflug auf der Satellitenplattform 
TET210 geplant ist. Der Start ist für 2010/2011vor-
gesehen.
Bei den Experimenten werden neuartige Technolo-
gieansätze erprobt, die in innovativen und gleichzei-
tig preisgünstigen Komponenten für Multimedia-
Satelliten Anwendung finden.

Anwendungen in der Luftfahrttechnik

RHe und das Fraunhofer Institut Zerstörungsfreie 
Prüfverfahren (IZFP, Außenstelle Dresden) arbei-
ten gemeinsam mit anderen Partnern in verschie-

Das Logo von Keramis II mit einem Layout einer Mikro-
wellenschaltung

Modul der Auswerteelektronik AkuTomo

Dr. Dieter Hentschel, Bernd Frankenstein (Fraunhofer 
IZFP, Außenstelle Dresden) und Geschäftsführer Dietrich 
Zahn, Olaf Kunze (RHe) (von links) beraten über das 
gemeinsame Projekt
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beschleuniger LHC ein riesiger Detektor für ver-
schiedene Experimente aufgebaut. Dazu müssen auf 
einer Fläche von rund 12 m2 die Elementarteilchen 
durch hundert Sensoren erkannt und die physika-
lisch messbaren Werte über insgesamt 272 000 Ka-
näle mit der Ausleseelektronik verbunden werden. 
Für RHe bestand die Aufgabe, die hohe Sensor-
Packungsdichte in eine extreme Packungsdichte der 
Elektronik umzusetzen.

Die Lösung bestand in der Kombination von unter-
schiedlichen Materialien und Technologien:

• Die Basisplatte wurde in Dickschichttechnik 
auf Aluminiumnitrid (Wärmeleitfähigkeit mind. 
150 W/m/K) ausgeführt. Die Keramik wurde 
durch eine Wafersäge bzw. einen YAG-Laser 
unter Einhaltung der geforderten Toleranzen 
(Säge ±20 µm Laser ±10 µm) bearbeitet.

• Für die komplexe Sensor-Ansteuerung wurde 
ein 3-lagiger flexibler Multilayer mit Line/
Space-Raster 75 µm und bestückt mit Standard-
SMD und 4 Nacktchip (je 248 Anschlüsse) ent-
wickelt.

• Die Anpassung des Rasters der Sensoranschlüsse 
an die Ansteuerung (500 Sensor-Leitungen auf 
90 mm Substratbreite) erfolgt über einen Fine-
line-Pitch-Dünnschicht-Adapter aus Al2O3-Kera-
mik. Eine technologische Herausforderung waren 
das Verbinden von 516 Leitbahnen der Sensor-
kanäle durch Drahtbondverbindungen vom Fine-
line-Pitchadapter zur Ansteuerelektronik. Das 
gelang für die Fertigung der Serie mit einem 
Pitch von 40 µm und unter Ausnutzung der drit-
ten Koordinatenrichtung. Die Bonds wurden in 
4 verschiedenen Höhen übereinander ausgeführt.

Damit gelang RHe gemeinsam mit ihren Partnern 
CERN, Genf, dem Max Planck Institut für Nuclear-
physik, Heidelberg, und dem Physikinstitut der Uni-
versität Zürich eine echte technische Meisterleis-
tung.  -bie-

Kontaktadresse
RHe Microsystems GmbH, Heidestraße 70, 01454 Radeberg, Tel. 03528/
4199-0, Fax 03528/4199-99, info@rhe.de, www.rhe.de

Die Lösung: Pitch-Adapter in Dünnschicht 
Al2O3, flexible Leiterplatte mit 4 Nackt-
chips, gefasst auf einer Basisplatte aus AlN/
Dickschicht

flexible Leiterplatte mit 4 Nacktchips und Pitch Adapter 
in Dünnschicht Al2O3

flexible Leiterplatte und Pitch Adapter durch Drahtbond-
verbindungen in 4 Ebenen verbunden


